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M E M O R I A  D E 3 C R I P T I V A

correspondiente a una PATENTE DE INVENCION, por veinte 

anos, por: "MEJORAS INTRODUCIDAS EN LOS PROCESOS DE FA­

BRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS", cue se so lic ita  a fa ­

vor de CALOR Y FRIO INDUSTRIAL, S.A .- CYFISA, de nacio­

nalidad española, residente en BURGOS, Calles 4 y 13 de 

...-la Urbanización Gamonal Villimar.

-  -  -  oOo -  -  -

El procedimiento cue seguidamente se describe 

como objeto de esta solicitud de Patente de Invención, 

está concebido para la  fabricación de circuitos impresos, 

especialmente formados sobre soportes de vidrio, aesti- 

nados a aparatos de calefacción o aplicaciones similares, 

que presentan, aparte de las específicas características 

de dicho soporte aislante, un manifiesto valor estético, 

acorde con las más depuradas líneas de decoración de in­

teriores .

10.- Es conocida la  obtención de circuitos impresos,

bien sean éstos destinados a calefacción u otras apirou- 

ciones eléctricas y/o electrónicas, mediante la  aóhes-d

de unas partes conductoras sobre una base de material ....

léctrico, realizándose la  aportación de dichas p...* : .

1 5 . -  ductoras, bien sea en forma de capa de metal fu... ..Ldr,

bien por proyección metálica, mediante el proco-:: v a.

Se conoce,para estos fines, la  uu... 

numerosos materiales dieléctricos' y otros c* 

de un revestimiento dieléctrico adecuado, p.-.̂ . * .. ......
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zados como panales soportes para la  fabricación de c ir ­

cuitos impresos. Pueden citarse, entre otros, los estra­

tificados hechos con fibras de vidrio, tejidas o no y con 

resinas epoxi, resinas poliéster, resinas fenólicas, me- 

laminas, poliamidas, etc. u otros materiales como la es­

teatita, el vidrio policristalino o las materias cerámicas.

También es'conocida y ampliamente difundida la  

utilización de placas soporte formadas por chapas de ace­

ro, esmaltado y vitrificado, siendo precisamente éstas las 

de mayor utilización en la  práctica.

En la  obtención de los circuitos .'impresos cue 

se viene considerando, es 'operación necesaria la  limpieza 

previa de los soportes, esto es, las placas base, antes 

de proceder a cualquier operación encaminada a l desarro­

llo  de las partes conductoras sobre tales soportes. Esta 

limpieza se realiza siguiendo diferentes criterios cue 

siempre tienden a conseguir una superficie totalmente des­

provista de agentes perturbadores o inhibidores (por ejem­

plo,, grasa, etc.) y/o a.que dicíía superficie presente una 

determinada calidad, para fa c ilita r  la  perfecta adheren­

cia del depósito metálico que habrá de constituir el cir-s. 

cuito impreso.

También es sobradamente conocida la  utilización  

de p lantillas de estarcir,.pantallas o mallas de seda, se- 

rig ra fia , etc., para la  obtención de un dibujo, en **r ...ral 

negativo, sobre la  base. Este dibujo o "máscara" ' pro-
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cisamente destinado* a .evitar o inhibir la  deposición me*- 

tálica sobre el mismo, lo que hace pos-ible que dicha pro­

yección o deposición se realice sin otros cuidados ad ic io -- 

nales en lo que respecta a la  obtención del dibujo buscado.

Se sabe también que estas máscaras, obtenidas 

mediante estarcido, con pantalla de seda o mediante cual­

quier otra técnica aFínJ*" deben presentar diversas cuali­

dades, entre e llas resistencia a las temperaturas de opé- . 

ración, eficacia funcional de enmascaramiento, facilidad  

de eliminación, etc.

Es igualmente conocida la  utilización de mez­

clas de óxidos metálicos con determinados diluyentes para 

obtener máscaras, más fácilmente manipulables en la  fase 

de estarcido o similar, que den contornos más nítidos y 

que tengan un comportamiento más adecuado, tanto en las 

operaciones de precálentamiento como frente al calentamien­

to debido a la  metalización en s í misma. Se conoce a este ; 

efecto la  utilización de mézclas de óxidos de cerio, lan- 

tano, aluminio, titanio, s i lic io , bário, etc. y de d ilu - ' 

yentes constituidos por mézclas de polioxietileno, gli-t. 

cerina, dim etil-silicona, etc. con agua.

Es también conocido desarrollar una fase en la  - * 

que la base dieléctrica, sobre la  que se ha formado la  más-, 

cara o dibujo, es llevada en una posición preferentemente 

vertical sobre medios de fijación  y/o suspensión, por ejem­

plo en transportador aéreo monocarril o similar, a un hor-
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no en que la  temperatura alcanzada puede oscilar entre 

95SC y 425SC para bases dieléctricas cualesquiera, y en­

tre 200SC y 4253c, cuando la  base es el acero esmaltado, 

todo e llo  con objeto de reblandecer el revestimiento q el 

material dieléctrico de base, o hacerlo llegar a un pun­

to de fusión naciente que permite asegurar el enlace f i r ­

me y prácticamente molecular en la  interfase dieléctrico- 

metal.

Según estas condiciones conocidas.de trabajo, 

se sabe también que la  máscara debe ser resistente á las 

temperaturas elevadas, sin dejar de ser no vo látil, para 

no contaminar en su recorrido el horno. También se sabe 

que el compuesto no debe su frir ninguna retracción ni cam­

bio alguno en su posición fís ica  en el curso del despla.za-
,

miento a través del horno.

Siguiendo las secuencias de los procedimientos 

conocidos, tan pronto como e l panel o la  placa base sale 

del horno, se pulveriza sobre él una fina nube de metal .. 

fundido'. . .
-

Es conocido también.que el metal utilizado en* 

esa deposición de metalización, para la  obtención de c ir—- 

cuitos de resistencia,'sea la  aleación de aluminio "435".

También forma parte de la  conocida técnica ante­

rio r la  utilización de una pistola de metalización, a l i ­

mentada con gases combustibles enriquecidos ce oxígeno, 

de manera que el hilo de aluminio pasa al extremo de los
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gases de combustión y es inyectado por una corriente ter­

c iaria  de aire comprimido.

También.se sabe que, en el desarrollo práctico 

de este procedimiento, el metal se deposita selectiva y 

continuamente sobre el soporte del circuito, y el meta' 

que choca con el compuesto de revestimiento o máscara se * 

adhiere 'débilmente a laT superficie de dicho revestimien­

to', no formando sobre él ningún depósito continuo.

Es sobradamente conocida la  utilización de otros 

metales en la  fabricación de circuitos impresos sobre so— .

' portes dieléctricos esmaltados para diferentes aplicacio- 

nes, con el fin  de modificar las características del c ir -  .. 

cuito. Entre estos metales pueden citarse el bronce, el 

cobre, e l monel, e l'n íquel, e l acero inoxidable, etc. . ;- y <.

Con los' compuestos de revestimiento conocidos ; . 

y aquí considerados.someramente, se logra que el revestí- . 

miento permanezca intacto a las elevadas temperaturas,, del' *" ' 

orden de 1650S C. del chorro de metal fundido aportado ' < 

por la  pistola de.metalización.

También es usual que, con el fin  de formar un 

depósito uniforme, la  pistola de metalización vaya mon­

tada sobre un dispositivo oscilante, formando así una ám- ' 

p lia -y  fina pulverización metálica. Cuando el procedimien- '

. to es continuo, la  duración del tratamiento de uñ panel 

es in ferior a un minuto. '

Se conoce por último, como método para elimi­

nar la  máscara o revestimiento, e l frotar mediante un
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trapo o cepillo, quedando así el camino conductor ¿el 

circuito totalmente formado y liberado de elementos ex­

traños a su función.

La presente invención tiene por objeto intro­

ducir ciertos perfeccionamientos en la  realización de c ir­

cuitos impresos, según las técnicas ya conocidas, sobre 

soportes de vidrio y.especialmente el conocido con el nom­

bre de crista l.

Se comienza la  realización práctica del proce­

dimiento sometiendo el c rista l a un tratamiento térmico, 

con el fin  de mejorar sus propiedades fís icas. El vidrio 

asi tratado es un crista l templado.

En el proceso de fabricación del panel, u t i l i ­

zando la  proyección del metal que ha de constituir el 

conductor, de determinada resistencia, no deben superar­

se los 5009C; pues de superar dicho límite, se destempl-..- 

r ía  el crista l.

Se parte de un c rista l de espesor comprendido 

entregos cuatro y los seis milímetros, compaginándose 

la  selección del mismo en función de las propiedades tér­

micas y mecánicas deseadas.

Se procede a un buen acabado y pulido ¿e los 

cantos del crista l para evitar microfisuras de borde, y 
ello antes de proceder a la  proyección metálica y tem­

plado de c ris ta l._

En este procedimiento se prevé también que los150.-
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dibujoa del circuito, en la  placa sea.n lo más uniformes 

posible, al objeto de lograr una distribución de tempe­

raturas igualmente- uniforme.

Soliendo ser la  temperatura de funcionamiento 

de estas placas del orden de los 100SC. Con estas placas 

de Cristal, portadoras de sus-correspondientes circuitos 

impresos,' se obtienen apaíátós de calefacción, por ejem- *- 

pío rodeando tales placas de marcos de madera o metáli­

cos, acordes con.las líneas ornamentales o estéticas v i­

gentes.

Estos aparatos pueden presentar una potencia 

eléctrica del orden de 0,25 w/cm2, debiendo tenerse en 

cuenta que por encima de estos valores no existen plenas 

garantías de funcionamiento, pues los cristales pueden 

romperse debido a microfisuras internas que pueden pro­

gresar a largo plazo por efecto de la  fatiga térmica.

Evidentemente, respecto a lo descrito, pueden 

introducirse en la  práctica cuantas modificaciones de de­

ta lle  que, por no alterar lo esencial de este procedi­

miento, tengan cabida en el marco de las reivindicacio­

nes que siguen.

N O T A

Descrito suficientemente el objeto de esta so­

licitud se declaran de novedad y propiedad las siguientes: 

R_E_I V I N_D_I_C A C I O N E S  '

1^.- Mejoras introducidas en los procesos
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fabricación de circuitos impresos, utilizando.vidrio co­

mo soporte aislante,, caracterizado porque utilizando el 

vidrio conocido.con el.nombre usual de c rista l se procede 

previamente a un perfecto acabado y pulido de los cantos 

para evitar las microfisuras de borde, siguiendo un trata­

miento térmico de temple para mejorar las propiedades f í ­

sicas, a continuación'de lo cual se procede al enmascara­

miento de las zonas libres del c rista l y a la  proyección 

del metal sobre e l mismo, cuidando de que en el proceso 

no se superen en ningún momento los 500SC^.pues se destem­

plaría el c rista l, debiéndose cuidar igualmente que el 

trazado del circuito en la  placa sea lo mas uniforme posi­

ble, para que también sea uniforme al máximo la  distribu­

ción de temperaturas.

pa.- Mejoras introducidas en los procesos de 

fabricación de circuitos impresos, según la reivindica­

ción primera, caracterizado además porque el espesor del 

crista l está comprendido entra los cuatro y los seis mi- .. 

límetrbbr,..realizándose la  selección en función de las pro­

piedades térmicas y mecánicas.'

. 3^.- Mejoras introducidas en los procesos de 

fabricación de circuitos impresos, según las reivindica­

ciones primera y segunda, caracterizados también por el 

hecho de que las placas de crista l consideradas pueden 

tener una potencia del órden de 0", 25 J.'j/cm2, con una tem­

peratura de funcionamiento del órden de 100RC. Diere:.: pía-
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cas se pueden proteger en sus bordes mediante marcos de 

materiales varios al objeto de lograr aparatos de cale­

facción eléctrica*.

4^.- MEJORAS INTRODUCIDAS EN LOS PROCESOS DE 

FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS;

Todo ta l y como se describre y reivindica en 

...la presente Memoria Descriptiva que consta de diez hojas 

mecanografiadas por una sola de sus caras.

Madrid, a diez de Mayo de mil novecientos se­

tenta y. seis.'

CALOR Y.FRIO INDUSTRIAL, S.A.-CYFISA
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